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(3) Verfahren zurn Kontaktieren eines Bauelementes mit einer Leiterplatte 

(57) Verfahren zur Kontaktierung eines warmeerzeugenden 
Bauelementes (1, 6) mit einer Leiterplatte (2, 7). 
Zur Vermeidung von Spannungen aufgrund unterschied- 
licher Warmeausdehnung von Bauelement (1, 6) und Lei- 
terplatte (2, 7) wird ein flexibler Trager {3, 12) verwendet, 
dessen einer Teilbereich (4, 11) mit dem Bauelement (1, 6) 
und dessen anderer Teilbereich (5, 13) anschliefcend mit 
der Leiterplatte <2, 7) verbunden wird. 
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Beschreibung 


Die vorliegende Erfindung betriftt ein Verfahrcn zum 
Kontaklieren eines warmeerzjeugenden integrierten Bauele- 
mentes mit einer Leiterpiatte. 

Integrierte Bauelemente. wie z. B. Flipchips haben im 
Beirieb aufgrund ihrer Warmeentwicklung eine groBere 
Ausdehnung als die mit ihr kontaktierte Leiterpiatte. Auf- 
grund dieser Warmeausdehnung treten Spannungen zwi- 
schen dem Bauelemenl und der Leiterpiatte auf, die kom- 
pensiert werden mussen. Zu diesem Zweck wird zwischen 
dem Bauelement und der Leiterpiatte eine FlieBpaste (Un- 
derfill) eingebracht, die unter Warmeeinwirkung (ca. 
150°C) iiber einen langeren Zeitraum (2 bis 3 Stunden) aus- 
harten muB und mechanische Spannungen auszugleichen 
vermag. 

Neben durch Warmeeinwirkung auftretenden Beeinflus- 
sungcn der Bauclcmcntc kann cin dcrartigcr zeitraubender 
AushartungsprozeB nicht bei Masseprodukten zur An wen- 
dung gelangen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Moglichkeit aufzuzeigen, durch die die Verbindung eines 
integrierten Bauelementes mit einer Leiterpiatte unter Um- 
gehung der Aushartungszeit zeitlich erheblich verkiirzt wer- 
den kann. 

Gemafi der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch geldst, 
daB das Bauelement zunachst mit einem Teilbereich eines 
flexiblen Tragers kontaktiert wird und anschlieBend ein an- 
derer Teilbereich des Tragers mit der Leiterpiatte elektrisch 
verbunden wird. 

Durch eine derartige Kontaktierung des Bauelementes 
mit der Leiterpiatte konnen das Aufbringen der FlieBpaste 
und der anschlieBend durchzufuhrende AushartungsprozeB 
entf alien. Aufgrund des flexiblen Tragers konnen platzspa- 
rende Anordnungen von Bauelementen durch Falten des 
Tragers realisiert werden. Auch ein Austausch defekter, zu 
ersetzender Bauteile geht in diesem Fall einfacher vonstat- 
ten, da lediglich der mit der Leiterpiatte verbundene Teilbe- 
reich des Tragers gelost zu werden braucht. Letztendlich 
kann dieser flexible Trager auch herkommliche IC-Gehause 
ersetzen. 

Die jeweilige elektrische Verbindung mit dem Bauele- 
ment sowie mit der Leiterpiatte kann auf mehrere Arten er- 
folgen. So ist es denkbar, den Trager mittels einer Steck ver- 
bindung mit dem Bauelement einerseits und mit der Leiter- 
piatte andererseits zu verbinden. Als zweckmaBig und preis- 
wert haben sich jedoch Lotverbindungen erwiesen, wobei 
auch das Bugeiloten zum Einsatz gelangen kann. Dabei 
kann in vorteilhafter Weise die Qualitat der Lotstellen bei 
einseitig aufgebrachtem Lot durch den durchsichtigen Tra- 
ger hindurch per Sichtkontrolle beurteilt werden. 

Die Erfindung soli anhand von Ausfuhrungsbeispielen 
naher erlautert werden. 

Es zeigt 

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel zur Befestigung ei- 
nes integrierten, warmeerzeugenden Bauelementes auf einer 
Leiterpiatte, 

Fig. 2 den als Folie gestalteten Trager fur das Bauele- 
ment, 

Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel zur Befestigung 
eines Bauelementes auf einer Leiterpiatte, 

Fig. 4 eine Folie mit aufgebrachten Lotpfaden. 

Bei den in den Figuren gezeigten Ausfuhrungsbeispielen 
soli ein integriertes Bauelement 1, wie z. B. ein Flipchip auf 
cincr Leiterpiatte 2 befestigt werden. Zur Befestigung wird 
in diesen Ausfuhrungsbeispielen als Trager eine flexible Fo- 
lie 3 (Fig. 2) eingesetzt, deren einer Teilbereich 4 zur Kon- 
taktierung mit dem Bauelement 1 dient, wahrend d,er andere 


Teilbereich 5 mit der Leiterpiatte 2 elektrisch und mecha- 
nisch verbunden wird. Auf beiden Teilbereichen 4 und 5 ist 
durch Punkte die Anordnung der Lotstellen angedeutet 
Hierbei wird zunachst der Teilbereich 4 mit dem Bauele- 
5 ment 1 kontaktiert und anschlieBend der Teilbereich 5 mit 
der Leiterpiatte 2 elektrisch und mechanisch verbunden. 
Aufgrund der flexiblen Folie 3 kann das Bauelement 1 im 
Bedarfsfall platzsparend angeordnet werden. 

In der Fig. 3 ist eine weitere Unterbringung und Kontak- 
10 tierung eines warmeerzeugenden Bauelementes 6 auf einer 
Leiterpiatte 7 dargestellt. Hierbei wird zunachst das Bauteil 
8 mit seinen beiden Anschliissen 9 und 10 mit der Leiter- 
piatte 7 z. B. durch Loten kontaktiert. AnschlieBend wird 
der Teilbereich 11 der Folie 12 mit dem Bauelement 6 durch 
15 Loten verbunden, wahrend der Teilbereich 13 der Folie 12 
z. B. durch Biigelloten mit der Leiterpiatte kontaktiert wird. 
Das auf diese Weise an die Leiterpiatte angeschlossene Bau- 
element 6 kann platzsparend raumlich obcrhalb des Bautcils 
8 angeordnet werden. Dabei sind in Fig. 4 die der Lotung 
20 dienenden Bereiche durch Punkte im Teilbereich 11 und 
durch Lotpfade im Teilbereich 13 angedeutet. 
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1. Verfahren zum Kontaklieren eines warmeerzeugen- 
den integrierten Bauelementes (1, 6) mit einer Leiter- 
piatte (2, 7), dadurch gekennzeichnet, daB das Bau- 
element (1. 6) zunachst mil einem Teilbereich (4, 11) 
eines 'flexiblen Tragers (3, 12) kontaktiert wird und an- 
schlieBend ein anderer Teilbereich (5, 13) des Tragers 
(3, 12) mit der Leiterpiatte (2, 7) elektrisch verbunden 
wird. 

2. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager 
als Folie (3, 12) gestaltet ist, dessen einer Teilbereich 
(4, 11) Lotmittel fiir das Bauelement (1, 6) aufweist, 
wahrend der andere Teilbereich (5, 13) mit Lotpfaden 
zur Verbindung mit der Leiterpiatte (2, 7) versehen ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Kontaktieren der Folie (3, 12) mit der Lei- 
terpiatte (2, 7) durch Bugeiloten erfolgt. 
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